Vorwort

Das Buch behandelt, im Gegensatz zu Fach- und Lehrbiichern iiber elektronische
Bauelemente und Schaltungen, die technische Realisierung elektronischer Geriite.

Die Neigung zur Losung konstruktiver Probleme ist bei den Entwicklern elek-
tronischer Schaltungen oft nicht sehr ausgeprégt. Andererseits wird die T#tigkeit
eines Konstrukteurs hiufig durch die unzureichende Kenntnis der elektronischen
Funktion des von ihm zu bearbeitenden Geriites eingeschridnkt. Die hier entste-
hende Liicke versucht dieses Buch zu schlieBen.

Das Buch entstand aus der Vorlesung «Feinwerktechnik/Elektronische Gerite-
technik» des Verfassers an der Fachhochschule Hannover. Da hier bewuBt auf die
Wiedergabe der mathematischen Ableitungen verzichtet wurde, eignet sich das
Buch fiir jeden Leser mit Grundlagenkenntnissen der Mathematik, Physik und
Elektrotechnik/Elektronik. Das Buch soll nicht — im Sinne eines «Kochbuches» —
erprobte Losungen anbieten, sondern auf Probleme aufmerksam machen und
Losungswege aufzeigen.

Die wichtigsten Problemkreise bei der Entwicklung elektronischer Geréte zeigt
Bild 1, das gleichzeitig die Struktur dieses Buches aufzeigt.

Durch die wachsende Notwendigkeit, Losungen bzw. Gerite schnell und kosten-
giinstig zu realisieren, bedarf auch die Entwicklungstitigkeit besonderer Techni-
ken der Planung. Diese von Entwicklern und Konstrukteuren oft zu Unrecht als
beengender Zwang angesehene Forderung wird im 1. Kapitel behandelt.

Fiir den Konstrukteur steht zun#chst die Bauweise der Geréte im Vordergrund.
Das ist die funktionelle Zusammenfassung der elektronischen Bauelemente durch
‘Leiterplatten und Verdrahtungen. Dabei spielen Kontakteund Verbindungen eine
wichtige Rolle. Von den dabei auftretenden Problemen handelt das 3. Kapitel die-
ses Buches.

Der Kunde erwartet die Erfiillung aller geforderten Geritefunktionen. Dariiber
hinaus ist es wichtig, daB diese Funktionen unter den geplanten Einsatzbedingun-
gen iiber eine lange Zeit fehlerfrei zur Verfiigung stehen. Mit anderen Worten: Es
wird eine hohe Zuverldssigkeit gefordert. Die Einfliisse auf die Zuverldssigkeit von
Geréten und ihre iiberschldgige Vorausberechnung werden im 2. Kapitel beschrie-
ben.

Einen wesentlichen EinfluB auf die Zuverlédssigkeit der Geréte hat die Tempe-
raturder Bauelemente. Die physikalischen Zusammenhé#nge der Warmeableitung
sowie die Probleme bei elektronischen Bauelementen und Geriiten behandelt das
4. Kapitel.



Die durch klimatischeund mechanische Umwelteinfliisse ausgelosten Probleme
sowie mogliche GegenmaBnahmen sind im Kapitel 8 dargestellt.

Stromkreise und Geréte konnen sich gegenseitig galvanisch, kapazitiv, induktiv
oder elektromagnetisch beeinflussen. Durch die enge Nachbarschaft von Bauele-
menten und Baugruppen sowie von Geriten der Elektronik, der Nachrichtentech-
nik und der Energietechnik stellt sich die Frage nach der gegenseitigen elektro-
magnetischen Vertrédglichkeit. Die physikalischen Zusammenhinge beim Auftre-
ten von Stdrungen sowie eine Anzahl von geritespezifischen Problemen werden
im Kapitel 5 behandelt. Sicherheitsvorschriften zum Schutz von Menschen und
Sachwerten gegen die Gefihrdung durch schidliche Wirkungen der elektrischen
Energie werden im 7. Kapitel angesprochen.

Die Geritetechnik wird, wie bisher, einem stindigen Wandel unterworfen sein.
Verfasser und Verlag sind daher fiir Hinweise, die der Weiterentwicklung des
Buches dienen, stets dankbar.

Springe Hans Briimmer
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